ayment o damages.
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Part no. / Part marked/ | Quality class/ | Contact plating/ Capacitance value/ A e s
Art.-Nr. / Bedruckung: Giitestufe: Kontakt Veredelung: Kapazitétswert: Technical specmcatlon/
24-007893 3 Gold flash over nickel Technische Daten:

Gold iiber Nickel .
24-007892 5 20 pin hard gold over min. 50 pin nickel | 379 oF + 20 o Working voltage/ 100 VDC

i 20 pin Gold (ber min. 50 pin Nickel p °© Betriebsspannung:

30 pin hard gold over min. 50 pin nickel ;
24-007891 1 30 pin Gold dber min. 50 uin Nickel gturr%n} r?[zm;g/‘t- 5A
24-007903 3 Gold flash over nickel rom e.as ar ‘.9' :

gg’d f‘ibe':Nigke/ q e gTTret Insulation resistance/ >1GQ

uin hard gold over min. 50 pin nickel i i -
24-007902 2 20 pin Gold dber min. 50 pin Nickel 830 pF +20% IS?/atlonS.WIderStand
24-007901 ] 30 pin hard gold over min. 50 pin nickel Dielectric 424 VDC
i 30 uin Gold iber min.. 50 uin Nickel withstanding voltage/

24-007913 3 ggt'jdﬁgjflf}m%ef nickel Spannungsfestigkeit (DWV):

20 pin hard gold over min. 50 pin nickel o Temperature -25°C...+105°C
24-007912 2 20 pin Gold Gber min. 50 pin Nickel 1300 pF+ 20 % Working range/

30 pin hard gold over min. 50 pin nickel -
24-007911 1 30 pin Gold iiber min. 50 in Nickel Umg ebulng stemperatur.

Capacitance value/ see Table/
Kapazitatswert: siehe Tabelle

Fixing-Plate/
Zentrierplatte

Snap, press for
fixing on PCB/
Clip, driicken zum
Befestigen auf der
Leiterplatte

Threaded Lock/

Gewindebolzen

Metal bracket/
Metallwinkel

Mating cycles
(see table)/

Steckzyklen
(siehe Tabelle):

Quality class 1 = 500
Glitestufe 1
Quality class 2 = 200
Glitestufe 2
Quality class 3 = 50
Glitestufe 3

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Cu alloy, Au over Ni

Kontakt: Contact tails pretinned/
Kontaktspitzen verzinnt

Insulator/ High temp. PA UL 94 V-0

Isolierkdrper:

Shell/ Steel, Sn over Ni

Gehéuse:

Threaded Lock/ Cu alloy, Sn over Ni

Gewindebolzen:

Metal bracket/ GD-Zn, Sn over Ni

Metallwinkel:

PCB Snap/ Cu alloy, Sn

PCB Clip:

Fixing plate/ High temp. PA UL 94 V-0

Zentrieplatte:

Installation specification/

Montagedaten:

Solder parameter/
Létparameter:

Solder preheat
temperature/
Vorheiztemperatur:

Solder bath temperature/
Létbadtemperatur:

100 °C for 30 sec./
100 °C fiir 30 Sek.

260 °C for 5 sec./
260 °C fiir 5 Sek.

PCB hole drillings/
Leiterplattenbohrbild:

see sheet 2/
siehe Seite 2

Recommended torque
value for thread/
Empfohlenes Drehmoment
fur Gewinde:

max. 6 in.LB/

max. 67 Nem

PCB snap for hole
diameter/

PCB Clip fiir
Lochdurchmesser:

@3,1 mm

Circuit board thickness/
Leiterplattenstérke:

1,6 mm

PCB Clip
‘5’@ dim. in mm D-SUB C-Filter Female 9pos. Solder pin angled 0.370inch
with threaded lock, metal bracket, fixing plate and pcb snap
Date/Datum Name § . K
raw |19 102022]  J.8randt D-SUB C-Filter Buchse 9pol. Létstift abgewinkelt 9.40mm
?;?d Tlret02022]  Fsermiat mit Gewindebolzen, Metallwinkel, Zentrierplatte und PCB Clip
scale/Masstab:
. dwg no / DIN-
Index:  a Original o ”\I.I.'@ Zonr: 24K1A2387 A3
RoHS compliant/ konform “' 1/2

£ | D
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ment of damages.

£ | £ | C | B |
PCB hole drillings
(PCB top side)/
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)
24,99+0:13
5,49+0,1
2,74+0,1
ox @1+9"
2x $3,1+01
0 s| o
- H H
= s\l <
| 3
PCB edge/Leit Kante
1,370,
4,11+01
30,8933
24,99+013
16,4109
i~
35 @ OO0 @
© ) &) o
s | | e
N
o )
T T T
|
P e
10° 9x $0,6+0,05
34403 75403
PRI R\ ==,
QJ A A A {TJJ N fw ! i
8 o], hel SRR
e il 3 ]
- H T 0
L Part-no. | [ S S o= m
é\* LCONE(‘ ABC | |[==] -l o ‘
L‘*J [to) @
I%e} o
4-40 UNC @4 i
<
‘5’@ dim. in mm D-SUB C-Filter Female 9pos. Solder pin angled 0.370inch
with threaded lock, metal bracket, fixing plate and pcb snap
Date/Datum Name 3 . .
w10 10,2022 Bandt D-SUB C-Filter Buchse 9pol. Létstift abgewinkelt 9.40mm
?erffd TTret02022] Hsommidt mit Gewindebolzen, Metallwinkel, Zentrierplatte und PCB Clip
scale/Masstab.
d -
Index:  a Original o ”\I.I-'@) Z"_V,?rno / 24K1A2387 DAlg
RoHS compliant/ konform “' 2/2
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